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(54) Stiftleiste

(57)  Eine Stiftleiste (1) zur Oberflachenmontage auf
einer Leiterplatte weist in einem Isolierkérper (2) fixierte
abgewinkelte Stiften (3) auf, wobei jeder Stift (3) einen
zum Aufléten auf die Leiterplatte vorgesehenen, dabei
parallel zu dieser auszurichtenden Auflageschenkel (4)

und einen senkrecht an diesen anschlielenden Kon-
taktschenkel (5) aufweist. Die der Leiterplatte zuge-
wandten Unterkanten (7) der Auflageschenkel (4) und
zumindest ein Teil einer Isolierkdrpergrundflache (6) lie-
gen zumindest anndhernd in einer gemeinsamen Ebe-
ne (E,E1,E2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stiftleiste zur Ober-
flachenmontage auf einer Leiterplatte, mit in einem Iso-
lierk6rper fixierten abgewinkelten Stiften, wobei jeder
Stift einen zum Aufléten auf die Leiterplatte vorgesehe-
nen, dabei parallel zu dieser auszurichtenden Auflage-
schenkel und einen senkrechten an diesen anschlie-
Renden Kontaktschenkel aufweist.

[0002] Durch die EP 0 612 204 B1 ist eine Stiftleiste
zur Oberflachenmontage auf einer Leiterplatte mitin ei-
nem von der Leiterplatte beabstandeten Isolierkérper fi-
xierten abgewinkelten Stiften bekannt; jeder Stift weist
einen zum Aufléten auf die Leiterplatte vorgesehenen,
parallel zu dieser ausgerichteten freien Auflageschen-
kel und einen senkrecht an diesen anschlieRenden, in
dem Isolierkérper fixierten Kontaktschenkel auf.
[0003] Durchdie DE 692 10783 T2 ist eine elektrische
Steckverbinderanordnung mit in einem isolierenden
Gehdause fixierten Anschlussklemmen mit dazu senk-
recht verlaufenden, seitlich aus dem Gehause heraus-
ragenden Lotfahnen bekannt; die einer Leiterplatte zu-
gewandten Unterkanten der Létfahnen liegen in einer
Ebene mit den Grundkanten des Gehauses; eine dazu
ahnliche Steckverbinderanordnung ist durch die EP 0
747 998 A2 bekannt, wobei die Grundkanten eines die
Anschlussklemmen und Létfahnen aufnehmenden Ge-
hauses gegenlber den Unterkanten der L6tfahnen und
gegenuber der Leiterplatte im Abstand versetzt sind.
[0004] Durch die DE 299 04 493 U1 ist eine Stiftleiste
bekannt, bei der senkrecht zu einer Leiterplatte verlau-
fende Abschnitte von abgewinkelten Kontaktstiften mit
dieser verldtet sind; zur Erhéhung der mechanischen
Belastbarkeit zwischen der Stiftleiste und der Leiterplat-
te ist zusatzlich das die Stifte haltende Kunststoffteil der
Stiftleiste mechanisch mit der Leiterplatte verbunden.
[0005] DerErfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
besonders einfach aufgebaute, zur Oberflachenmonta-
ge auf einer Leiterplatte geeignete Stiftleiste anzuge-
ben, welche bei geringem Platzbedarf eine mechanisch
besonders stabile Verbindung zwischen Stiftleiste und
Leiterplatte ermoglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf geldst
durch eine Stiftleiste mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Insbesondere ist die Unterkante der Auflageschenkel
von der Ebene, in welcher die Isolierkdérpergrundflache
beziehungsweise der am nachsten an der Leiterplatte
anordenbare Teil der Isolierkérpergrundflache liegt,
nicht mehr als 0,05 mm beabstandet.

[0007] Dadurch, dass sowohl die Auflageschenkel
zumindest mit einem wesentlichen Teil ihrer Lange als
auch der Isolierkdrper mit seinen SockelfiiRen auf der
Leiterplatte aufliegen, ist die Stiftleiste besonders stabil
auf der Leiterplatte fixierbar. Des Weiteren ist durch die
Anordnung der aus dem Isolierkdrper herausragenden
Auflageschenkel parallel zur Oberflache der Leiterplatte
eine besonders zuverlassige elektrische und mechani-
sche Verbindung zur Leiterplatte gegeben. Eine zusatz-
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liche mechanische Verbindung des Isolierkdrpers mit
der Leiterplatte ist nicht erforderlich.

[0008] Vorzugsweise ist die Isolierkérpergrundflache
oder zumindest ein Teil dieser Flache geringer von der
Oberflache der Leiterplatte - allgemein einer Montage-
ebene - beabstandet als die Unterkante der Auflage-
schenkel. Liegt die Isolierkdrpergrundflache auf der
Montageebene auf, so sind die Auflageschenkel damit
geringfiigig von dieser Ebene abgehoben. Auf diese
Weise ist ein Raum zur Aufbringung von zur Kontaktie-
rung der Auflageschenkel vorgesehener Lotpaste auf
der Leiterplatte gegeben, wobei gleichzeitig sicherge-
stelltist, dass der Isolierkdrper parallel zur Montageebe-
ne ausgerichtet auf der Leiterplatte aufliegt.

[0009] Der zur Auflage auf der Leiterplatte vorgese-
hene Auflageschenkel ist vorzugsweise mindestens zu
50%, insbesondere mindestens zu 65% seiner Lange
vom Isolierkérper abgedeckt.

[0010] Auch eine vollstdndige Abdeckung des Aufla-
geschenkels durch den Isolierkérper ist mdglich. Der
sich auf der Leiterplatte abstitzende Isolierkérper tragt
damit in besonders effektiver Weise zur stabilen Fixie-
rung der Stiftleiste auf der Leiterplatte bei. Ein geson-
derter Halterahmen, etwa mit Stiften, welche in L6cher
in der Leiterplatte eingreifen, ist daher nicht erforderlich.
[0011] Im Gegensatz zur breit ausgebildeten Isolier-
kérpergrundflache ist eine gegenulber liegende, d.h. der
Leiterplatte abgewandte Isolierkérperabschlussflache
bevorzugt geringer dimensioniert als die Isolierkérper-
grundflache. Die Dimensionierung bezieht sich hierbei
jeweils auf die AuRenkonturen der Isolierkérpergrund-
flache bzw. der Isolierkdrperabschlussflache. Die ge-
nannten Flachen, insbesondere die Isolierkérpergrund-
flache, kann dabei auch rahmenférmig oder in sonstiger
Weise nicht geschlossen ausgebildet sein. Die reduzier-
ten Abmessungen der Isolierkdrperabschlussflache im
Vergleich zur Isolierkérpergrundflache kénnen bei-
spielsweise dadurch realisiert sein, dass zumindest ei-
ne zwischen den beiden genannten Flachen angeord-
nete Isolierkérperseitenflache zumindest in einem Teil-
bereich schrag gestellt ist. Zusatzlich oder alternativ
kann der Isolierkérper auch derart gestuft ausgebildet
sein, dass sich an einen relativ breiten Abschnitt, wel-
cher zur Auflage auf der Leiterplatte bestimmt ist, ein
relativ. schmaler Abschnitt zur Isolierkdrperab-
schlussflache hin anschlieRt. Der relativ schmale Ab-
schnitt dient dabei bevorzugt als den Kontaktschenkel
des Stiftes allein oder zusammen mit anderen Teilen
des Isolierkorpers haltender Verstarkungsabschnitt.
Hierbei kann entweder jeder einzelne Stift in einen ge-
sonderten Verstarkungsabschnitt eingebettet sein oder
ein einziger Verstarkungsabschnitt mehrere Stifte
gleichzeitig fixieren. Zusétzlich zu einer Fixierung des
Kontaktschenkels im Isolierkérper kann auch zumindest
in Teilbereichen eine Fixierung des Auflageschenkels
im Isolierkdrper vorgesehen sein.

[0012] Nach einer bevorzugten Weiterbildung ist ein
Aufsteckkérper auf den Isolierkérper aufsetzbar. Der
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Aufsteckkdrper wird erst nach dem Létvorgang auf den
Isolierkérper aufgesetzt und ist vorzugsweise zur Auf-
nahme eines Steckers vorgesehen, welcher die Kon-
taktschenkel der Stifte kontaktiert.

[0013] Der Vorteil der Erfindung liegt insbesondere
darin, dass sich bei einer oberflachenmontierbaren Stift-
leiste mit parallel zu einer Leiterplatte auf dieser auflie-
genden Schenkeln abgewinkelter Stifte ein diese fixie-
render Isolierkdrper auf der Leiterplatte abstutzt und so-
mit eine besonders stabile Verbindung der Stiftleiste mit
der Leiterplatte bei rationell durchfiihrbarem Lotverfah-
ren und geringem Platzbedarf auf der Leiterplatte er-
moglicht.

[0014] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand einer Zeichnung naher erlautert.
Hierin zeigen:

in verschiedenen Ansichten eine Stift-
leiste mit einem Isolierkdrper und abge-
winkelten Stiften,

in verschiedenen Darstellungen eine
Leiterplatte und eine Stiftleiste mit ei-
nem auf einen Isolierkdrper aufsetzba-
ren Aufsteckkorper, und

in verschiedenen Explosionsdarstellun-
gen eine Leiterplatte und eine Stiftleiste
sowie einen verschraubbaren Auf-
steckkorper.

FIG 1abis g

FIG 2a bis f

FIG 3a,b

[0015] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0016] Die Figuren 1a bis 1g zeigen eine Stiftleiste 1
mit einem als Spritzgussteil aus Kunststoff hergestellten
Isolierkérper 2 und in diesem gehaltenen abgewinkelten
Stiften 3 aus Metall. Ein auf den Isolier- oder Grundkor-
per 2 aufsetzbarer Aufsteckkérper ist in diesem Ausfiih-
rungsbeispiel nicht dargestellt. Die dargestellte Stiftlei-
ste 1 umfasst zwei Stifte 3; ebenso kdnnte eine beliebig
héhere Anzahl an Stiften 3 in einem einzigen Isolierkor-
per 2 zusammen gefasst sein. Auch eine mehrreihige
Anordnung von Stiften 3 in einem Isolierkdrper 2 ist
moglich. Jeder Stift 3 weist einen Auflageschenkel 4 auf,
der zum Aufléten auf eine Leiterplatte vorgesehen ist
und parallel zu dieser angeordnet ist, sowie einen an
den Auflageschenkel 4 rechtwinklig anschlieRenden als
Kontaktschenkel 5 bezeichneten zweiten Schenkel, der
den Anschluss eines nicht dargestellten Bauteils er-
moglicht. Die Auflageschenkel 4 sind im Ausfiihrungs-
beispiel in die selbe Richtung abgewinkelt, kbnnen je-
doch ebenso in entgegengesetzte Richtungen abgewin-
kelt sein.

[0017] Der Isolierkdrper 2 weist in Draufsicht eine im
Wesentlichen rechtwinklige AufRenkontur auf und ist mit
einer Isolierkérpergrundflache 6 auf eine Leiterplatte
aufsetzbar. Die Isolierkdrpergrundflache 6 ist dabei ab-
gestuft ausgebildet und Iasst damit an der Au3enkontur
des Isolierkérpers 2 Raum fur den Durchtritt der Aufla-
geschenkel 4 zwischen der Leiterplatte und dem Isolier-
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kérper 2. Dabei befinden sich die Unterkanten 7 der Auf-
lageschenkel 4 und die Isolierkdrpergrundflache 6 teil-
weise in einer gemeinsamen Ebene E. Hierbei ist die
Ebene, in welcher die Unterkanten 7 der Auflageschen-
kel 4 liegen, mit E1 und die Ebene, in welcher der der
Leiterplatte am geringsten beabstandete Teil der Isolier-
korpergrundflache 6 liegt, mit E2 bezeichnet. Wie ins-
besondere aus Fig. 1e hervorgeht, sind die erste Ebene
E1, welche durch die Auflageschenkel 4 gegeben ist,
und die zweite Ebene E2, welche durch die Isolierkor-
pergrundflache 6 gegeben ist, im dargestellten Ausflih-
rungsbeispiel praktisch identisch und daher mit der ge-
meinsamen Ebene E gleichzusetzen.

[0018] Bei auf einer Leiterplatte montierter Stiftleiste
1 féllt die Ebene E (Fig. 1e) zumindest nahezu zusam-
men mit einer Montageebene ME, welche durch die Lei-
terplattenoberflache gegeben ist. Ein geringfligiger Ab-
stand zwischen der Ebene E und der Montageebene
ME kann durch aufgetragene Lotpaste erzeugt sein. Um
trotz Lotpaste ein glattes, winkelgerechtes Aufliegen
des Isolierkdrpers 2 auf der Leiterplatte sicherzustellen,
ist, wie in Fig. 1g schematisch in Ubertriebener Weise
dargestellt, nach einer bevorzugten Ausgestaltung eine
Abweichung der ersten Ebene E1 von der zweiten Ebe-
ne E2 vorgesehen. Hierbei ist die erste Ebene E1 von
der Montageebene ME weiter beabstandet als die zwei-
te Ebene E2. Im Ausflhrungsbeispiel nach Fig. 1g ist
die zweite Ebene E2 mit der Montageebene ME iden-
tisch. Der Isolierkdrper 2 stiitzt sich somit glatt auf der
Leiterplatte auf, wahrend gleichzeitig zwischen der Lei-
terplatte und dem Auflageschenkel 4 des Stiftes 3 aus-
reichend Raum fiir die Aufbringung von Lotpaste vor-
handen ist. Die Stiftleiste 1 ist damit ohne weitere Befe-
stigungsmittel sicher auf der Leiterplatte befestigt.
[0019] Der Auflageschenkel 4 ist auf praktisch dessen
gesamter Lange L mit der Leiterplatte verlotbar. Etwa
zwei Drittel der Lange L, als Abdecklange AL bezeich-
net, sind vom Isolierkérper 2 abgedeckt. Im dargestell-
ten Ausfuhrungsbeispiel weist jeder Auflageschenkel 4
eine Spitze 8 auf, die jedoch nicht zwingend erforderlich
ist. Ebenso kénnen die Stifte 3 anstelle des dargestell-
ten quadratischen Querschnitts beispielsweise auch ei-
nen runden oder sonstigen Querschnitt aufweisen.
[0020] Die Isolierkdrpergrundflache 6 setzt sich zu-
sammen aus zwei an benachbarten Ecken des Isolier-
kérpers 2 angeordneten in der Ebene E liegenden Sok-
kelflachen 9 und einer von der Ebene E beabstandeten
Umlaufflache 10, welche die rechteckige AulRenkontur
des Isolierkdrpers 2 vervollstandigt. Dabei liegt die Sei-
te, des Isolierkdrpers 2, an der die Sockelflachen 9 an-
geordnet sind, der Seite des Isolierkdrpers 2 gegenlber,
an welcher die Auflageschenkel 4 aus der AuRenkontur
des Isolierkdrpers 2 heraus ragen. Der Isolierkérper 2
weist vier Isolierkdrperseitenflachen 11 auf, welche re-
lativ zur Ebene E schrag gestellt sind. Oberhalb der
schrag gestellten Isolierkérperseitenflachen 11, d.h. auf
der der Isolierkdrpergrundflache 6 abgewandten Seite
schlieRen sich an eine Isolierkérperzwischenflache 12,
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welche parallel zur Ebene E angeordnet ist, jeweils ei-
nen Kontaktschenkel 5 fixierende Verstarkungsab-
schnitte 13 an. Die Verstarkungsabschnitte 13 werden
aufder der Ebene E gegeniiber liegenden Seite des Iso-
lierkérpers 2 durch eine Isolierkdrperabschlussflache
14 abgeschlossen. Die Isolierkdrperabschlussflache 14
ist somit mehrteilig ausgebildet, wobei jeweils ein kreis-
formiger Teil der Isolierkdrperabschlussflache 14 einen
Kontaktschenkel 5 umgibt. Die unterhalb der Isolierkor-
perabschlussflache 14, d.h. ndher an der Ebene E an-
geordnete Isolierkdrperzwischenflache 12 ist eben ge-
staltet, d.h. weist keine Rippen, Nuten oder ahnliches
auf.

[0021] Der Isolierkdrper 2 mit den in diesem gehalte-
nen Stiften 3 ist geeignet zur Montage mit einem (bli-
chen Bestlickungsautomaten. Das Aufléten des Isolier-
korpers 2 erfolgt gleichzeitig mit dem Aufléten der Gbri-
gen auf der Leiterplatte angeordneten oberflachenmon-
tierbaren Bauteile (SMD-Bauteile). Durch den Létvor-
gang kénnen geringfligige Geometriednderungen auf-
treten. Insbesondere ist nicht sicher gestellt, ob das Ra-
stermal® R, beispielsweise 5,0 oder 5,08mm, welches
durch den Abstand benachbarter Stifte 3 gegeben ist,
insbesondere im oberen, d.h. der Ebene E abgewand-
ten Bereich der Kontaktschenkel 5 noch exakt eingehal-
ten ist.

[0022] Aufden Isolierkdrper 2 ist, wie in den Figuren
2a bis fsowie in den Figuren 3a,b in verschiedenen Aus-
fihrungsbeispielen dargestellt, nach dem Loétvorgang
ein aus Kunststoff hergestellter Aufsteckkorper 15 auf-
steckbar. Der Aufsteckkdrper 15 umgreift hierbei den
Isolierkérper 2 und liegt auf einer Leiterplatte 16 auf. In
den Aufsteckkorper 15 ist ein Stecker 17 einsteckbar.
Nach dem in den Figuren 2a bis f dargestellten Ausfuh-
rungsbeispiel ist der Aufsteckkdrper 15 mechanisch
ausschlieBlich durch die aufgelttete Stiftleiste 1 mit der
Leiterplatte 16 verbunden. Abweichend hiervon sind im
in den Figuren 3a,b dargestellten Ausflihrungsbeispiel
zwei Schrauben 18 vorgesehen, welche der mechani-
schen Verbindung des Aufsteckkdrpers 15 mit der Lei-
terplatte 16 oder einem anderen, nicht dargestellten
Bauteil dienen. Eine solche Verschraubung ist lediglich,
wie aus einem Vergleich der Figuren 2a bis f mit den
Figuren 3 a,b ersichtlich ist, bei einem relativ grolen
Aufsteckkorper 15 erforderlich.

Patentanspriiche

1. Stiftleiste (1) zur Oberflichenmontage auf einer
Leiterplatte (16), mitin einem Isolierkdrper (2) fixier-
ten abgewinkelten Stiften (3), wobei jeder Stift (3)
einen zum Aufléten auf die Leiterplatte vorgesehe-
nen, dabei parallel zu dieser auszurichtenden Auf-
lageschenkel (4) und einen senkrecht an diesen an-
schlielenden Kontaktschenkel (5) und der Isolier-
korper (2) eine Isolierkdrpergrundfléache (6) mit auf
der Leiterplatte (16) im Sinne einer Abstltzung auf-
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liegender Sockelflache (9) sowie gegenuber deren
Ebene (E,E1,E2) beabstandeter Umlaufflache (10)
aufweist, in deren Bereich die Auflageschenkel (4)
mit, der Leiterplatte (16) zugewandten, Unterkan-
ten (7) in zu der Sockelflache (9) im wesentlichen
gleicher Ebene (E,E1,E2) aus dem Isolierkérper (2)
herausragen.

Stiftleiste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Sockelflachen (9) an der Seite des
Isolierkdrpers (2) angeordnet sind, welche der Seite
des Isolierkérpers (2) gegeniberliegt, an der die
Auflageschenkel (4) aus der AuRenkontur des Iso-
lierkdrpers (2) herausragen.

Stiftleiste (1) nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die der Leiterplatte zuge-
wandten Unterkanten (7) der Auflageschenkel (4)
in einer ersten Ebene (E1) liegen, welche von einer
zweiten Ebene (E2), in der der zur Positionierung
auf einer Montageebene (ME) der Leiterplatte vor-
gesehene Teil der Isolierkdrpergrundflache (6) liegt,
maximal 0,05 mm beabstandet ist.

Stiftleiste (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Ebene (E2) von der Mon-
tageebene (ME) geringer beabstandet ist als die er-
ste Ebene (E1).

Stiftleiste (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Auflageschen-
kel (4) mindestens zu 50 % seiner Lénge (L) vom
Isolierkérper (2) abgedeckt ist.

Stiftleiste (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die AuRenkonturen
einer der lIsolierkérpergrundflache (6) gegenulber
liegenden Isolierkérperabschlussflache (14) gerin-
ger dimensioniert sind als die AuRenkonturen der
Isolierkérpergrundflache (6).

Stiftleiste (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zwischen der Isolierkdrper-
grundflache (6) und der Isolierkdrperabschlussfla-
che (14) angeordnete Isolierkdrperseitenflache (11)
relativ zur Isolierkérpergrundflache (6) schrag ge-
stellt ist.

Stiftleiste (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kontaktschenkel (4) jedes
Stiftes (3) von einem zwischen der Isolierkdrperab-
schlussflache (14) und einer Isolierkérperzwi-
schenflache (12) angeordneten Verstarkungsab-
schnitt (13) des Isolierkdrpers (2) gehalten ist.

Stiftleiste (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, ge-
kennzeichnet durch einen auf den Isolierkérper
(2) aufsetzbaren Aufsteckkorper (15).
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10. Stiftleiste (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Aufsteckkdrper (15) zur Auf-
nahme eines die Kontaktschenkel (5) kontaktieren-
den Steckers (17) vorgesehen ist.
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